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報告書データ / Report
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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

超伝導量子ビットの3次元実装にあたり、超伝導金属であるPbを成膜後、パッドや
デバイスをフォトリソグラフィーやエッチングによって作製、ダイシングによって
チップ化し、上下チップを直接接合する。これらのチップを作製するにあたり、金
属膜の成膜時の下地にTiやAuの薄膜を成膜する必要があり、NPFにおいてこれらの
金属を成膜した。

実験
Experimental

AT-095 RF-DCスパッタ成膜装置を利用し、SiウエハにTi 10nmおよび50nm、さら
にTi 10nm成膜後、Au 50nmを成膜した。

結果と考察
Results and Discussion

成膜後、Pbの蒸着を行なった。Ti下地およびTi/Au下地ウエハでの成膜を比較した
ところ、双方ともPb蒸着膜の変色の偏析が見られた。これは蒸着装置のシャッター
の位置によるものだと考えられる。Ti下地のものは研磨によりPbの剥がれが見られ、
Ti/Au下地は研磨による剥がれが少なかったことからAuによる接着層の効果が現れ
たと考えられる。
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図. Pb成膜後のウェハ表面写真
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